雷射光通訊模組熱控模擬分析
採購規範書

1、 購案名稱：「雷射光通訊模組熱控模擬分析」 
2、 工作說明：
1. 需使用 「Ansys AEDT ICEPAK 執行設計與分析」。
2. 分析環境溫度設定為25°C及50°C，評估不同環境條件下之模組散熱特性。
3. 依據提供之元件功率條件(DFB : 1 W、DFB Driver: 8 W、IM: 3～4 W），執行穩態及暫態熱分析。
4. 比較銅鑽複合材料 (Cu-Diamond) 與純銅 (Cu) 之散熱效能及元件溫升差異。
5. 提供元件溫度分布、熱點位置 (Hot Spot)、模擬收斂結果及相關分析數據。
6. 廠商需於事前及執行中與工研院討論相關技術細節。
3、 交付項目：
1. 分析報告書紙本及電子檔至少1份。
2. 分析專案檔至少1份。
4、 交貨期限：
 廠商應於2026/11/16 全部履約完成。
5、 驗收方式與標準：
1. 檢驗單位：由工研院指定會驗人員會同廠商進行。
2. 目視檢查：由工研院會驗人員會同廠商進行交貨文件清點，廠商交貨清單所列之分析項目須與需求相符。
3. 本案廠商須配合工研院之設定模型進行分析評估，並達成下列要求：
A. 提供分析模型之專案檔。
B. 提供網格設定、模擬環境設定、材料參數設定等，並提供溫度、流場與壓損分布結果、Hot spot位置、迭代誤差結果等結果輸出。
C. 散熱方案需使各元件滿足ECSS-Q-ST-30-11 之溫度規範。
D. 針對分析案例，提供至少兩次教育訓練，其中至少一次為實體訓練課程。
E. 針對各項分析結果，廠商需提供至少二種，設計參數改善方案。
6、 保固條件
 自驗收日起一年內，若因需求變更，工研院有修改設計、調整參數及分析模型等之權利，廠商需無條件配合協助。
7、 其他
1. 履約督導：工研院不定期實施履約督導，廠商須配合工研院督導作業。
2. 廠商因執行本案所衍生一切成本、費用，均已包含於契約總價中，於得標後非經本院同意不得另要求加價。
3. 廠商於履約期間及保固期內依約所交付之分析報告及其一切內容之使用權（含智慧財產權）歸屬工研院永久使用，廠商不得異議，且不得干涉工研院針對此報告之運用，如經違反規定時，工研院保有法律追溯權。
4. 廠商需有效之檢經濟部工業局技術服務能量登錄證明，且登錄為RD2 研發技術服務項目中實驗、模擬或檢測分項。
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